
中小型ディスプレイ向けカバーガラスのレーザー切断・外形加工
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１．概要（２００字目安）

　　◆高ＤＯＬ.・高ＣＴ化学強化ガラスの切断加工
　　　　レーザー加工工法により高い化学強化ガラスを加工する事が可能
　　　　ＤＯＬ＞40μｍ　ＣＴ＞45Ｍpa

　　◆Ｇ６基板ガラス大判からのシート加工
　　　　大判のガラス基板にセンサー、加飾パターンが形成された基板をそのまま切り出し
　　　　個片化する事が可能
　　　　対応原版サイズ：第2世代（370㎜×470㎜）～第6世代（1500㎜×1850㎜）

レーザー切断

マイクロドリリング（非熱レーザー加工）

レ － ザ －

レ-ザ-ヘッド

改 質 層

ガラス基板

非 熱 加 工 フェムト秒レーザーを用いて、ガ
ラス基盤の内部に集光させて改質層を作り出す
事により熱影響の発生無く加工が出来る。

端面の面取り研磨（鏡面研磨）レーザー切断加

工後の端面を鏡面に仕上げる事で チッピング

(マイクロクラック)除去する事により、高い曲

げ強度を達成出来る。

ポリッシング


